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研究成果の概要（和文）：試作したAu合金デバイスのノイズ評価値は30nG/√Hz以下であり，目標性能（慣性分
解能0.1μG以下）を達成した。また，デバイスの長期振動特性評価の結果，一般的に金属疲労が生じる100万回
以上の振動を印加後でも機械故障がなかった。温度特性評価を実施した結果，-50℃～100℃の温度変化後でも機
械故障は見られなかった。さらに，試作デバイスと市販容量検出回路を組み合わせて加速度センサモジュールを
開発し，身体の加速度計測デモを実施した。
機械強度の観点では，目標性能（降伏強度1GPa）を超えるAu合金材料の開発に成功した。
以上より，ナノG検出へ向けたAu合金加速度検出デバイスの実現見通しを得た。

研究成果の概要（英文）：Noise of the developed Au-alloy MEMS accelerometer was experimentally 
evaluated to be below 30 nG/√Hz, and therefore we achieved the target resolution of below 0.1 uG. 
Long-term vibration test results showed the device functioned even after 10�vibration cycles that 
would usually cause fatigue in metal materials. Temperature test results exhibited the device 
survived after temperature change from -50 ℃ to 100 ℃. Furthermore, we developed a sensing module 
with the fabricated MEMS device and demonstrated acceleration sensing on human body. In terms of 
mechanical strength of Au-alloy, we successfully developed an Au-alloy material with the yield 
strength of above the target value (1 GPa). In conclusion, the developed Au-alloy device has a 
promising potential to detect nano-G.

研究分野： 総合理工
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１．研究開始当初の背景 

（１）小型の加速度センサやジャイロセンサ
で物体の“動き”を検知する慣性センシングは，
MEMS（Microelectromechanical Systems）
技術の発展により，様々な電子機器で実現さ
れている。そして今後，ヒトやモノのあらゆ
る“動き”現象の計測・解析・理解のため，小
型慣性センサの高分解能化が必要である。 

 

（２）IEEE（米国電気電子学会）主催の慣性
センサ国際会議 International Symposium on 

Inertial Sensors and Systems が 2014 年より
発足するなど，慣性計測の研究開発競争が，
特に小型・高分解能慣性センサ開発の観点よ
り，世界的に再燃しており，日本でも新たな
研究拠点の形成が急務である。特に，電子回
路と集積化可能な小型慣性センサでは，1 G

（1×10-6 G）以下（G：地上の重力加速度）
検出の実用技術はなく，1 nG（1×10-9 G）以
下検出では先行研究もない。 

 

（３）例えば，加速度センサの検出加速度分
解能は錘（可動電極）の質量で決まるため，
従来の Si-MEMS 技術で作製した小型加速度
センサの大幅な分解能向上は困難である。し
たがって，Si 以外の材料やそのプロセス技術
も視野に入れた検討が必要である。 

 

２．研究の目的 

本研究「結晶構造を制御した金合金めっきに
よるナノ G 検出法の開拓」の目的は，金合金
組成とナノ結晶構造の制御により，ナノ G 領
域を計測可能な超小型・超高分解能加速度検
出デバイスの実現に向けた基盤技術開拓す
ることである。 

 

３．研究の方法 

研究代表者はこれまでの研究により，金がシ
リコンよりも高密度な材料である点に着目
し，CMOS（Complementary Metal-Oxide 

Semiconductor）後工程の電解金めっきを用
いて Au 錘を作製し，MEMS 加速度センサの
小型化・高分解能化の見通しを得ている。 

 

本研究では，これまでの研究成果を踏まえ，
Au 合金の錘についてナノ結晶制御による高
強度化と高密度化を行い，Brownian ノイズの
更なる低減と機械的信頼性の向上を図る。さ
らに，Au 合金を用いた静電容量型の加速度
検出デバイスを開発し，超小型・超高分解能
加速度検出デバイスについて原理検証を行
う。加速度検出デバイスの目標性能は，慣性
分解能 0.1 G 以下（大気封止時），降伏強度
1 GPa 以上である。 

 
４．研究成果 
（１）Au／Au 合金加速度検出デバイス開発： 

【H27 年度】 

加速度分解能 0.1 G 以下（大気封止時）の
デバイスについて，電解金めっきを用いて作

製することを検討した。当初，錘にも Au 合
金を利用することで高密度化を予定してい
たが，検討結果より，Au 単体でも錘を積層
化することで Brownian ノイズの大幅な低減
が見込めることが分かった。したがって，H27

年度は Au 積層錘構造の設計・試作・評価を
実施した。試作した Au 錘の加速度検出デバ
イス（図 1）について，Brownian ノイズ評価
値は 30nG/√Hz（大気封止時）以下に到達し
ており，帯域 10Hz 以下において慣性分解能
0.1 G 以下の実現見通しを得た。 

 

 

図 1 試作した Au 錘加速度検出デバイス[1] 

 

【H28 年度】 

さらなる Brownian ノイズ低減を目指し，錘
質量を増加した Au 積層錘を設計・試作した。
また，デバイス機械強度に関連する設計パラ
メータのモデル化を実施し，高感度加速度セ
ンサの新たな設計環境（図 2）も構築した。
従来では解析困難な機械的信頼性について
新たに設計環境を構築したことは，当初予期
していない新たな研究進展である。 

 

 

図 2 積層メタル密着力評価用の統合設計モ
ジュール[2] 

 

【H29 年度】 

試作 Au 加速度検出デバイスの長期振動特性
評価を行い，一般的に金属疲労が生じる 106

回以上の振動を印加後でも機械故障は見ら
れなかった。また，温度特性評価の結果，-50 
oC～100 oC の温度変化後でも機械故障は見
られなかった。さらに，市販 LSI と組み合わ
せてモジュール化し，身体の加速度計測デモ
を実施した。これにより，Au 積層錘の加速
度センサ実現へ向けて，信頼性の面でも実現
見通しを得た。 

 

（２）ナノ結晶化による Au／Au 合金構造体
の機械強度向上： 

【H27 年度】 

電解金めっきで作製した Au 積層構造の角柱
サンプル，および，パルス電解金めっきで作

4mm
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製した Au 角柱サンプルについて降伏強度を
実験的に評価し，両者とも純金の公称値より
約 3～4 倍も高い降伏強度が得られ，機械強
度向上の見通しを得た。 

 

【H28 年度】 

めっき Au-Cu 合金サンプルを試作・評価した
結果，降伏強度は純金の公称値より約 5 倍も
高く，従来のめっき Au 構造体よりも高い降
伏強度が得られた。さらに，MEMS 基本構造
となる微小カンチレバーを Au-Cu 合金を用
いて試作し，Au-Cu 合金の MEMS 応用へ向
けた基礎検討を実施した。また，電解めっき
法（パルス，超臨界）を用いたナノ結晶 Au

の高強度化，Au 構造体の形状安定性評価，
温度・疲労特性評価などにも着手した。 

 

【H29 年度】 

降伏強度 1GPa を超える Au 合金材料の開発
に成功した。これは金材料の世界最高値であ
る。本 Au／Au 合金構造体は，MEMS 材料に
広く利用されている Si に匹敵する機械強度
を有する。さらに，MEMS 作製プロセスへの
適用検討，形状安定性評価，長期繰返し振動
による疲労特性評価，そして温特評価を Au

／Au 合金カンチレバーを用いて実施した。
その結果，Au／Au 合金材料の MEMS デバイ
ス応用の見通しを得た。 
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